
リフロー時の急激な加熱や
反った基板を組付けた際の

割れの発生

◆特性
ＡｌＮ史上最⾼の機械的強度︕︕

※表中の測定値は実測値であり製品規格値ではありません。

U-MAP品
⾼強度AlN基板AlN基板

(他社品)単位条件特性
230W/m・K

(開発品)200W/m・K170W/m・K

-3.3  3.3  3.3g/m3密度
-300350350MPa3点曲げ曲げ強度

機械
的特
性

-320320320GPa弾性率

-8508501100HVビッカース硬
度

5.5②5.5②5.5②3.0①MPa・
m1/2

①IF ②
SEPB破壊靭性

-4.84.85.210-6 /K25-300℃熱膨張係数
熱的
特性 230200170180W/m・K25℃熱伝導率

-730730720J/(kg・K)25℃比熱
-7.97.99.01MHz誘電率

電気
的特
性

-0.60.60.210-31MHz誘電正接
-1.5×10161.5×1016>1014Ωcm25℃体積抵抗率
-2020>15kV/mmDC絶縁破壊電圧

サイズ︓□4.5inch
厚み︓0.2〜1.0mm

⾼強度AlN基板
⾦属に匹敵する熱伝導率︕Thermalnite®添加

◆サイズ・厚み

レーザー加工
(外径加工) 研削 研磨 メタライズ モジュール組付け

加工工程 組付け工程

U-MAP品他社品

⾼強度AlN基板AlN基板

⻲裂の進展

⻲裂が直線的 ⻲裂が迂回

◆機械的強度向上のメカニズム

繊維状AlNフィラーによりディフレクションを発現、破壊エネルギーが増大により破壊靭性が向上

◆各工程によるマイクロクラックの進展を抑制

薄く研磨すると最表面に
クラックが発生し進展

クラックが進展
搬送工程で割れる

スクライブ後
ブレーク工程で
クラック発生

ハンドリング性向上
歩留まり改善

基板の割れを抑制
割れずに組付け可能

薄板化が可能
熱抵抗を維持

新たなクラックの
発生を低減

U-MAP⾼強度AlN基板を採用

レーザー光

押圧 押圧

搬送チャック

研磨剤


